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2K-Dosierung in 

einer neuen Dimension.

Hochgenau durch kleinste Toträume

Für nahezu alle statisch misch-
baren Produkte

Punkt- und Raupendo-
  sierungen in einem Gerät

Als Tischgerät und 
     Industrieanlage

Dosierüberwachung        
durch einstellbare 

   Druckmessung

Kein Nachtropfen durch 
einstellbaren   Rückzug

V

ViscoDuo-V

Besuchen Sie uns 
auf der Bondexpo
Halle 8 Stand 8112
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˘ Link zu Martin 

˘

Die Rapid-Profil-Technologie von

Martin sorgt für absolut zuver-

lässige Lötverbindungen in deut-

lich verkürzter Zeit. Um die im

Wesentlichen geltenden zwei Li-

mits zu beachten, gilt es, mit der

erlaubten Geschwindigkeit auf-

zuheizen und mit der zulässigen

Temperatur zu löten. Die Rapid-

Profile basieren auf einer paten-

tierten Technologie. Im Vergleich

zu den herkömmlichen Profilen

auf dem Rework-Markt be-

schleunigt die patentierte Rapid-

Technologie die Lötprozesse um

ca. ein Drittel. Für die Anwender

ist die Bedienung des Rework-

Arbeitsplatzes Expert-09.6 kin-

derleicht und klar strukturiert.

Nur drei Schritte braucht man,

um zum Ziel zu kommen: Löt-

werkzeug-Auswahl, Einstellung

der SMD-bezogenen Grenzwer-

te, Anbringung eines Sensors und

Start. Ein höchst komplizierter

thermodynamischer Prozess

kann fast ohne Know-how sicher,

leicht und schnell durchgeführt

werden.

Intelligente Rework-Lötprofilermittlung

Reduziert Lötzeit um 30 %
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˘ Link zu Zevac

˘

Die multifunktionale inline-fä-

hige Positionier- und Montage-

zelle IP-520 von Zevac ermög-

licht flexible Prozessgestaltungen

für die Automation. Mit der neu-

artigen Technologie werden Bau-

elemente wie Zahnräder, Mikro-

spritzgussteile, Optikblenden,

Linsen, Laserdioden/VCSEL, Flip-

chips, μBGAs und CSPs einfach,

flexibel und mit hoher Präzision

gehandhabt. Die Hauptanwen-

dungsbereiche sind mittlere bis

große Serienfertigung, bei der

Durchsatz, Genauigkeit und Fle-

xibilität im Vordergrund stehen.

Der breite Anwendungsbereich

umfasst Aufnehmen, Ausrichten

und Platzieren mit Kraftüber-

wachung, Fügen, Setzen, Dosie-

ren, Stempeln, Dippen, Die-Bon-

den, Flipchip-Bonden, Schrauben,

Ausmessen und Inspizieren, Prü-

fen, Kontrollieren, Steuern, Re-

geln, Aushärten, Erkennen der

absoluten oder relativen Position

und der Winkellage.

Multifunktionale Montagezelle

Flexible Prozessgestaltung


